i oz

*,

sk e @

.

A

.....

5.

PATENTE DE INVENCION
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sobre:

PROCEDIMIENTO PARA EL PLATEADO ELECTROLITICO DE
PIEZAS FUNDIDAS A BASE DE UNA ALEACION DE PLOHNO.,

-

-

-

v, Solecitands D. JULIAN GUTTERREZ FERFANDEZ y D. JOSE LUIS DIAZ

HELLIN, de nacionalidad espafiola, residente e:
el 19 en: Parque de la Colina, Bloqﬁe, 15.~ NADRID, y
el 29 en: Parque de la Colina, Blogue, 19.~ MADRID,
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" La presente invencidn se refiere al plateado

electrolitico de sopdrlss conductores de la corricnte

- eldctrioa, en particular soportes metdlicos, y wnds es~

pecialmente, la invencidn se refiere a un procedimien~

t0 para el plateade de plezas fundidas a partir de uns
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slewcidn cujo componente principal estd constituido por
el plomo. .. 7

Se utiliza generalmente para es%e $ipo de pla-
teado soluciones acuosas de una sal de plata y saleé al-
oulinas. Frecuentenents, se trata del ciamuro doble de pla
ta y de potusio y de cilanuro de potasio, Qué conﬁienen -

eventuslmente cerbonuto potdsico, siendo esta descripeidn

‘tualitativa fotaliente ejemplificativa, . . )

i
Adenmis de estos constituyenteé principules, uti-

v W ey e

‘1izados en composiciones y en proporciones relativas per-

fectarente determinadas y clésicas, los bafios pueden conte-
ner diferentes aditivos.. -

Los aditivos que frecuentemente se usan, para -
obtener depositos brillantes, son:

~compuestos de la fagilia del agzufre, {zles cono
suifuro de carbono o sulfuro d% carbono condensado con acrg
leina, .

e ~xantatos alcalinos, ‘

~compuesto de la familia del selenio, y de la
Tamilia del teluro,

Estos ogentes se Introducen frecuentemente en presen
cia de agentes tenéiﬂ-activos,ztales como alcoholes.aliffti
20s sulfonados o =21 ricinoleato.sédico)utilizado applianente.
Tarbien sé utilizan frecuentemente los poliglicoles,

Tambien muchos procedimientos de plateado recurren
& aditivos netdlicos con el fin de obtener una capa de plata
que tenga una dureza incrementada,

Estos aditivos "endurecedores" de co~-deposicidn son
principalmente:

! El entimonio, el bismuto, el indio, el cine, el
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niguel, el srsenico y el selenio; pero no son siempre cita-
dos como agentes de abrillantado porque no permiten obtener

depositos de pluta brillahtes més que en cisertos casos de

- conbinacidn, con otros cuerpos orgdnicos o sea, por ejemplo,

cuando se utilizan simulteneumente tricloruro de antimonio
¥y alcanol aminas o tartratos o glicerato de antimonio junto
con productos dispersentes procedentes de la condensacidn del
formaldehido y del naftaleno, |

TPodos estos bafios perﬁiten la obtencidn, segin los
cagos y las condiciones de trabajo, de depositos brillaﬁtes
o semibrillantes con espesores inferiores a 20 nicras. Para
los depositos gruesos de plateado deél orden de 30 a 40 micras
es necesarjio recurrir a ﬁn avivado intermedio del deposito.

Igualmente, no es pcsible‘recubrir objetos de grandes dimen
siones 51n 6btener zones defectuosas bien debido a las ele-
vadds dens1dades de corrlente, bien debido a 1as bajas den-
sidades de corriente, en cuyo caso, el aspecto que presentan
las piezas es lechoso o blancuzco por debajo de ug'oiefto Go=
pesor del orden de 20 micfas. '
En nublicaciones.antériores E2) 1a presente solicitud (
se descrlben procedimlentos que tratan de ne;orar estos in-~

convenlentes- asi por ejemplo en ld patente espafiola 356,316

se reivindica la adicidn de compuestos de cobalto a los bafios

de electrolisis parda conseguir depositos de plate de aspecto

irreprochable sobre piezas que presemgan ung superficie con
cavidades, . |

Por otrs parte, es una técnica cldsica el plateado
de soportes constituidos principaimente por bronces y latones
y su aplicacién para objétos de escritorio y regalo, tales

como ceniceros, abrecartas, etc., cuyo precio-resulta rela-~
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Las aleaciones anteriormente citadaé'y,'gué son de
use corriente en fundicidn, preseﬁtan diversos inconvenientes
a la hora de su colada y manipulacidn debido principalménté‘a
su elsvado punto de fusién lo que hace que no sean lo suficien
tenente fluidas, cuando se las cuela en los moldes correspon-
dientes, couo para que rellenen de una manépa perfecta las ~
cavidades o detalles finos de los wmoldes. |

Por otra parté; tambien eé-una;préd%ica,corriqnté} :
el hecho de proporcionar a las‘piezaS ¢ﬁé.s¢ van a platear ' ;
de un cobreado previo sobre el cualrse'deposita ulteriormen-
te la plata. ' ' '

El plateado sobre plomo puro es conocido desde hace
rucno tiempo pero los deposiﬁos obtenidos son quebradizos y,
debido a la pequefla dureza que presenta el soporte saltan y
se resquebrajan- frente a 1igero? esfuerzos mecénicos.

Asi pues, existia en la téenica actual la necesidad

de conseguir piezas fundidas con detalles perfectamente defi- ;

~nidos, & un precio econdmico, que presenten una resistencis

-

necdnica aceptable y que puedan recibir un deposito de plata |
con el fin de hacer atractivas estas piezas en ol mercudo.
Se ha encontrado ahorg, y 8st0 es lo que constitu-
Jye el objeto de la presente invencidn gque es bosible obtener
objetos de escritorio ¥y regalo por fusidn en molde de aleti-
tiones de plomo, sometiendo estas piezas fundidas, ulterior-
nente a un deposito electrol{tico de plata.
El hecho de que las piezas obtenidas por fusién
de aleaciones de plomo sean adecuadas en este procedi-
aiento se debe a que su punto de fusidn es relativamen-—
te béjo, del orden de 359C., 1o que las hace perfecs

tamente manejables a itemperaturas no demasiado altas
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a la vez que son muy fluides, rellenando por tantofdé una
manera'perfeéta todas las cavidades del molde de éolada
aunque estas sean de dimenaioneé relativanente estrechas.
Una aleacion de plomo preferenteménte apiicable :
en el propedimiento'de la presente invencidn, es la que se
describe en la péginé_21 del tomo 62 de la obra -ENCICLOPEDIA
DE QUIMiCA INDUSTRIAL~ del Dr, FRITZ ULLMANN, editada por
GUSTAVO GILI, compuesta por wa 1% de cobre, ua 12,5% de cinc

y un 85,5% de plomo., y

W . [
Sorprendentemente, se ha observado que estas alea-

ciones muestran una aptitud muy adecuada para someterse a la

accidn de un bafio de plateado electrolitico sin ningin depo-

sito previo de cuslquier otro metal, tal como cobre o niquel,

¥ esto se cree que es debido a la presencia de un 1% de co-

bre en la red atdmica de la aleacién, ddndose esta idea a ti-

tulo meramente especulativo y sin pretender limifarse & nin-
[}

i
guna teoria, - ;

Asi pues, el objeto de la presente invencidn, es

un procedimiento para el plateado electroquimico de piezas

' que presentun relieves muy detallados, fundidas a partir de

aleaciones de plomo, que en su red atdmica, tienen un npe-
quefio porcentaje de dtomos de cobre,

Los ejemplos siguientes, dados a -titulo meranen te

ilustrativos, y de ningin modo limitativo, permitiran compren . i

der mejor el objeto de la invencidn.,
EJEMPLO 1
A vparf{ir de una aleacidn compueﬁsa coro sigue:
Plomo- 86,5%
Cinc 12,5%
Cobre 1,0%
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cuyo punto de fusidn es de 3382 C, se , fundieron

35 ceniceros en forna de.margaritas, con uﬁa superficie -
aproximeda de 1,4 dm? por c¢enicero, ‘ - |

Istos ceniceros una vez rectificados y pulidos se
gonetieron a los siguientés procesoss ‘ |

a) desengrasédo por ultrdsonidos,

b) desengrasado electrolftico.

¢) enjuagado con agua, |

d) neutralizado.

e) enjuagado con agua}desionizada.,‘

f) preplateado en un baﬁd compugsfo por dos g/l de
trisalito de plata y 10 gr/l de cianuro potééico 4 una ten-
sidn aproximada de 6 voltios y durante un tiempo aproximado
de 3 a 100 segundos, estando constltuldos los édnodos, ldminas
de platd con ‘el fin de mantener constante la concentraclon de

los balios.

g) plateado en un bafio que contiene 33 g/l de tri¢ali5

to de plata y 160 g/1 de cianuro pot331co durante wn tiempo de
2 mlnutos aproximadamente, en preSGHCIa de una pe qacna prQDOf-
cidn de un agente abrlllantador, 1a tensidn en este bano de p1°
teado fue de un voltio y la intensidad de corriente medida en

el amperimetro fue de 24 Amperios 1o que representa una densi-

dad de corriente, para los 35 ceniceros del ejemglo de 0,48 A/dmz.

h) las piezas prodedentés del baﬁb de piateado se en
juagan con agua desionizada y se secan coh aire caliente a
una temperatura comprendidarentre 60y T70¢ C, |
- Los ceniceros, una vez pulidos, presentan un aspec—
$o irreprochable, con superficies libres de oquédades y nuy
atrazctivos, resultando a un precic econdmico a la vez que

tienen una. buena resistencia mecénics, presentando adends la
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ventuja. de que si-en alguna zona, el baifio de plata desaparece

por arranque mecunico,este defecto noes facilmente visible dado
que el color de la aleacidén que constituye la pieza'tiene un'
color aproxlmadamente igual al que presentan los objetos de

platd llgeramente oxldados.
EJEMPLO ITI

Operando de modo idéntico al del ejemplo I pero
tratendo esta vez 40 ceniceros en foruma de hojas de laurel,w
con una superficie aproximada por ceﬁicérétde 14,4 dm? se -
observd -en el amperimetro una intensidad de corriente de.
24 Amperios, lo que cdrresponde a una densidad de corriente
de 0,4 amperios por dm2., .

Los.céniceros una vez plateados y pulidos se some-
tieron a choques mecénicos y se observé que el recubrimiento
de plata_no saltaba ni se despréndia, permaneéiendo perfecita~
mente adherido ain cuando 1a>pie%a fuese rota por efecto de
dichos choques, 7 . B

Quede bien entendido que la invencién se ha descrit§
de una nanera mefamente ilustrativa ¥ que podra ser objeto de
modlficdclones dentro del amblto que abarca.

~NOTA— ;

" Descrite sufidiegtemente la naturaleéa del cinvento,
as{ como la manera de realizarlo en la prdctica, debe hacerse
consﬁér'que las disposiciones anteriormente indicadas son sus-
ceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no aliteren su
brincipio fundamental, siendo lo que constituye la esencia del
réfefido invento y por lo que se solicita Patente de Invencidn,
por 20 afios en Espafia, sobre: PROCEDIMIENTO PARA EL PLATEADO
EQECTROLITICO DE PIEZAS FUNDIDAS A BASE DE UNA ALEACION DE

(1%



10,

15.

20.

25,

une sola cara.

599373'

11;04“0 c’).l"d.c ,ev 1zandose por lo. aigulente :

Procedlmlento para el plateado electrolibiéo

de piezas fundldas'a base de una aleacidén de plomo, del tipo
gue conprende una proporeidn mayqr de'pléﬁé_y cantidades adi-
éionales de cobre y cinc,caracterizadp porque dichas piezas
fundidas, a base de aleaciones de plono, uné vez désengrasa-
das y enjuagadas, ‘- se sdmeten a un preplateado, en el seno de-
un bafio electrolitico coﬁpuesto-po: trisilatoAde‘ﬁiata v cia~
nuro potdsico y, a continuacién, éé someten a un plateado du-
ro en el seno de un bafio elecfroiitico que comprende trisila-
to de plata, cianuro potdsico y un agente abrillantador,

28, Procedimiento segii “la’ reivindicacién 1, carac-
terizado porqﬁe elibaﬁo de preplateado contigne'aprokimadamen-
te 2 g/l de trisilato de plata.y'10 g/l de cianuro pothsico..-
| 38,- Proéedimiento segin le reivindicacidn 1, carac-
terizado~porque el bafio de plateado duro contiene aproximadamen
te 33 g/l de trisilato de plata y 165 g/l, aproxiuadanente, de
¢ianuro potésicé con una pgqﬁeﬁa proporeidn de agente abrillan
tador, | ‘ |

48,- Procediniento éegdn la reivindicacidn 1, carac-
ferizado porque dichas piezas fundides, a base de aleaciones
de plomo se mantienen en el seno de dichos bafios al menos du;
rante 2,5 minutos, bajo wna intensidad de corriente de 4 Aupe-
rios como minimo y a una tensidn de 1,5 voltios.

58, Procedimiento pura el plateado electrolitico de
piezas fundidas a base de _una aleacidn de plomo, tal y como

quedsa sustancialmente deferiXo en la presente memoria
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